
１．精密加工技術の高度化
　新設備(グラインディングセンター）を導入し、当社独自の『ダイヤモンド工具』と『超音波加工技術』さ
らに『蓄積してきた加工データ』を組み合わせ、加工能力・精度の向上を図りました。

２．短納期化
　現状の工法では、生産工程図の通り［グラインディング加工(外側)］［剥がし・洗浄］［グラインディン
グ加工(穴あけ)］［微細加工］の4工程かかっています。これを1工程に削減し、生産プロセスを革新する
ことで納期の短縮につながりました。

　サファイア、セラミックなどの半導体製造装置用部品等の高精度の要求に対し、加工工程が増えて、納期
の長期化やコストアップ、加工精度や品質面での問題につながり、受注に至らないケースも増えてきました。
　そこで、顧客ニーズに対応するため、新設備を導入し、当社の独自技術と蓄積したノウハウを合わせ、加工
精度の向上と納期の短縮を図りました。その結果、高精度な半導体製造装置用部品の量産体制構築と安定
供給を図ることが可能になり、併せて工数の削減によるコストダウンを実現し、競争力の強化につながりま
した。
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■事業分野類型
■ものづくり分野

事業の概要

補助事業の内容

設備投資のみ
精密加工

独自の技術と新設備で生産プロセスを革新

高精度な半導体製造装置用部品の量産体制構築・
安定供給の実現

 ハイキス株式会社

図１ グラインディングセンター 図２ 超音波ユニット・工具 図３ 試作微細加工

図4 生産工程

現状：  最小穴寸法：0.5mm径　  最小溝巾寸法0.5mm巾
成果：  最小穴寸法：0.12mm径　最小溝巾寸法0.2mm巾



　今後も補助事業の成果を生かして半導体分野での受注を目指し、セラミックス等機械部品のメーカー様
への営業活動に取り組んでまいります。市場のスピードは速く、顧客のニーズに応えていくためには、技術
的な対応のスピードをもっと上げることが必要であると感じています。穴加工のさらなる小径化(現在50
μmの穴あけにチャレンジ中)、厚さのあるものに対する加工精度の向上(高アスペクト比)、加工のスピード
アップ(時間短縮)など新たに課題を設定し、取り組む予定です。

　補助事業によって得られた成果をPRし、ビジネスに結びつけていくた
めに「新ものづくり・新サービス展」(2016年11月)に出展いたしました。
【展示製品・技術等】

　超音波加工機を用いた、セラミック・ガラス・結晶材の加工
【企業 PR】

　セラミック、ガラス、結晶素材に特化した加工ノウハウと、新たに導入
した超音波加工の技術で、少量試作から量産まで幅広く対応しておりま
す。お客様の課題に応じて、最適な加工をご提案いたします。
　また、機械要素や加工技術を一堂に集めた西日本最大の専門技術展
である「第19回関西機械要素技術展」(2016年10月)に出展し、多数の
来場と商談の機会を得ることができました。
　現在、補助事業の成果を活用し受注に向けて取り組んでいる段階ですが、既存以外の顧客からの引合い
にもつながり、新しい顧客の新しい課題に挑戦することによって、社員の取組姿勢に意欲が見られるよう
になりました。また、新しい素材への引合いによって、新規開発のテーマが生まれるなど、社内の活性化に
もつながっています。

３．コスト削減
　最新設備の導入と当社の技術力の相乗効果で、高精度化・工数削減を図り、製造コストを30%削減し
ました。
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■会社概要

今後の展望

事業化の成果

図５　展示品特殊耐熱ガラス
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